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(57) Abstract: The invention concerns 
a smart card comprising an antenna (18) 
on a support made of paper-type fibrous 
material (12), two card bodies on either 
side of the support consisting each of at 
least a plastic layer having a low flow 
temperature, and an electronic module (26) 
including a chip connected to the antenna, 
the assembly formed by the antenna support 
and the two card bodies being soldered 
by high pressure hot -process lamination. 
The fibrous material support comprises at 
least a recess (14, 16) so that the plastic 
layers (23, 25) of the card bodies are urged 
into intimate contact during lamination, the 
recess forming a weld seam between the 
card bodies thereby reinforcing the strength 



(57) Abr£ge : Carte a puce comprenant une antenne (18) sur un support en matiere fibreuse de type papier (12), deux corps de carte 
de chaque cote du support constitue' chacun d'au moins une couche de matiere plastique posscdant une temperature de fluidification 
peu clevee, et un module clcctroniquc (26) comprenant une puce connected; a Tantenne, 1' ensemble form6 par le support d'antenne 
et les deux corps de carte 6tant soudes par lamination sous pression a chaud. Le support en matiere fibreuse comprend au moins 
un evidement (14, 16) de sorte que les couches (23, 25) en matiere plastique des corps de carte entrent en contact intime lors de la 
lamination, l'evidement formant une soudure entre les corps de carte renforcant ainsi la tenue du module. 
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Carte a puce sans contact ou hybride contact -sans contact a 
tenue renforcee du module electronique 



Domaine technique 

La present e invention concerne les cartes a puce sans 
contact ou hybrides contact -sans contact et concerne en 
particulier une carte a puce de ce type a tenue renforcee du 
module electronique. 



Etat de la technique 

La carte a puce sans contact est un systeme de plus en 
plus utilise dans differents secteurs . Ainsi, dans le 
secteur des transports, la carte a puce sans contact a ete 

15 developpee comme moyen d'acces. C'est le cas egalement du 
porte-monnaie electronique. De nombreuses societes ont 
egalement developpe des systemes d' identification de leur 
personnel utilisant les cartes a puce sans contact. 

L'echange d' informations entre une carte sans contact 

20 et le lecteur associe s'effectue par couplage 
electromagnet ique a distance entre une antenne logee dans la 
carte et une antenne situee dans le lecteur. Pour ^laborer, 
stocker et traiter les informations une puce est disposee a 
1'interieur de la carte sur un support sur lequel elle est 

25 connectee a 1' antenne serigraphiee . 

II existe aussi des cartes a puce hybrides contact-sans 
contact qui peuvent fonctionner comme cartes a puce 
classiques ou comme cartes a puce sans contact. Ces cartes 
comportent un module electronique compose d'une puce et d'un 

30 circuit double face dont les plages de contact de l'une des 
faces affleurent a la surface d'une des faces du corps de la 
carte . 

II existe un certain nombres de procedes permettant de 
f abriquer des cartes a puce sans contact ou hybrides . Un 
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premier type de carte est une carte monobloc dans laquelle 
le support d' antenne en matiere plastique, est insere entre 
deux couches en matiere plastique (PVC, PET, PC, 
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) ...) constituant les 

5 corps de carte superieur et inf£rieur et thermosoudees par 
lamination sous pression a chaud. Le module est connecte a 
1 ' antenne par une colle conductrice ou equivalent qui permet 
d'etablir le contact ohmique. 

Ce type de carte possede une grande rigidite 

10 d' ensemble. Par consequent, lorsque la carte est soumise a 
des contraintes mecaniques de flexion ou/et de torsion, les 
contraintes sont immediatement transmises a la puce et plus 
particulierement aux points de colle assurant les connexions 
puce/antenne ou module /antenne . Ces contraintes appliquees 

15 volontairement ou involontairement peuvent provoquer la 
rupture des connexions et done la panne de la carte sans que 
celle-ci soit marquee. 

Cette caracteristique se revele §tre 1 ' inconvenient 
majeur des cartes sans contact ou hybrides . En effet, il est" 

20 relativement aise pour un utilisateur malhonnete de detruire 
la carte aussi proprement que possible, par pliages 
intensifs repetes. Lorsqu'il s'agit d'une carte vendue avec 
un credit (cartes de telephone, cartes de transport en 
commun, cartes de paiement aux gares de peages autoroutiers) 

25 et que ce credit est £coule ou quasiment ecoul£, cela lui 
permet de faire echanger ou rembourser la carte aupres de 
l'organisme emetteur sans que l'on puisse prouver, a 
posteriori, 1' intention de frauder. 

Pour pallier cet inconvenient majeur, on a pense a 

30 serigraphier I 7 antenne sur un support en matiere fibreuse de 
type papier place entre les deux corps de carte constitues 
d'au moins une couche de matiere plastique. Une etape de 
lamination a chaud et sous pression permet de souder les 
differentes couches entre elles, le PVC fluidifie d'un des 
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corps de carte venant emprisonner. l'encre serigraphiee de 
1 ' antenne . 

Le support en papier a l'avantage de dormer a la carte 
la capacite, lorsque celle-ci est soumise a un pliage, de se 
5 delaminer a l'endroit ou s'exercent les contraintes generees 
par le pliage, ce qui permet de mettre en evidence, a 
posteriori, un acte de degradation volontaire, la carte 
conservant la trace du pliage. 

Cependant, ce type de carte present e 1 ' inconvenient de 

10 n'offrir qu'une tenue fragile du module electronique. En 
effet, si le support d' antenne en papier off re l'avantage de 
garder w en memoire" les pliures de la carte, il confere a la 
carte un manque de cohesion interne favorisant apres de 
multiples pliures la delamination du papier sous le ou les 

15 joints de colle tenant le module sur la carte et done a la 
verticale de la partie la moins epaisse du corps de carte, 
provoquant par consequent la deconnexion du module 
electronique et de 1' antenne. 

20 Expose de 1 ' invention 

C'est pourquoi le but de 1' invention est de fournir une 
carte a puce sans contact ou hybride avec support d' antenne 
en matiere fibreuse du type papier offrant une tenue 
renforcee du module pour resister a la deconnexion et a 

25 1 ' arrachement en cas de pliages intensifs. 

Un autre but de 1' invention est de fournir une carte a 
puce sans contact ayant une tenue renforcee du module 
permettant la connexion simplement par contact entre la puce 
et 1' antenne sans emploi de colle conductrice. 

30 L'objet de 1' invention est done une carte & puce sans 

contact ou hybride contact -sans contact comprenant une 
antenne sur un support en matiere fibreuse de type papier, 
deux corps de carte de chaque cote du support const itue 
chacun d'au moins une couche de matiere plastique possedant 
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une temperature de f luidif ication peu elevee, et un module 
electronique comprenant une puce connectee a l'antenne, 
1' ensemble forme par le support d'antenne et les deux corps 
de carte etant soude par lamination sous pression a chaud. 

5 Le support en matiere fibreuse comprend au moins un 
evidement de sorte que les couches en matiere plastique des 
corps de carte entrent en contact intime par 1 ' evidement 
lors de la lamination, 1 ' evidement ainsi rempli formant une 
soudure entre les corps de carte renforgant ainsi la tenue 

10 du module . 

Description breve des figures 

Les buts, objets et caracteristiques de 1' invention 
apparaitront plus clairement a la lecture de la description 
15 qui suit faite en reference aux dessins dans lesquels : 

la figure 1 represente le support d'antenne d'une carte 
a puce hybride contact - sans contact selon 1' invention, 

la figure 2 est une coupe transversale de la carte a 
puce representee sur la figure 1, selon l'axe A-A, 
20 la figure 3 est une vue de face des evidements et de 

1 ' emplacement du module dans le support d'antenne pour la 
carte representee sur la figure 1, 

la figure 4 represente le support d'antenne d'une carte 
a puce sans contact selon 1' invention, 
25 la figure 5 est une coupe transversale de la carte a 

puce representee sur la figure 4 selon l'axe B-B, et 

la figure 6 est une coupe transversale de la carte a 
puce representee sur la figure 4 selon l'axe C-C. 

30 Description detaillee de 1' invention 

La carte a puce hybride contact sans contact comporte 
un module Electronique compose d'une puce electronique et 
d'un circuit double face 10 dont une face est affleurante £ 
une des faces de la carte. L'antenne de la carte, 
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generalement serigraphiee sur un support en matiere fibreuse 
12 comporte un certain nombre de spires 18 d'encre 
conductrice et deux plots de connexion 11 et 13 destines a 
etre connectes a la puce done au module electronique . Le 

5 support d'antenne comporte deux evidements 14 et 16 qui sont 
elabores de preference apres la serigraphie de l'antenne. La 
forme des evidements ainsi que leur emplacement sont decrits 
en detail dans la suite de la description. 

Selon la figure 2, representant une coupe transversale 

10 selon 1'axe A-A d'une partie de la carte representee a la 
figure 1, la carte est composee de plusieurs couches dans 
son epaisseur. Dans un mode de realisation pref erent iel , le 
support d'antenne 12 est insure entre un corps de carte 
inferieur, compose des couches 22 et 23, et un corps de 

15 carte superieur, compose des couches 24 et 25. Les corps de 
carte inferieur et superieur sont en matiere plastique de 
type polychlorure de vinyle (PVC) ou polyester (PET, PETG) 
ou polycarbonate (PC) ou encore acrylonitrile butadiene 
styrene (ABS) . Selon un mode de . realisation prefere les 

20 corps de carte sont en PVC et sont constitues chacun d'une 
couche externe de PVC rigide 22 ou 24 et d'une couche 
interne de PVC mou 23 ou 25. Le PVC constituant la couche de 
PVC mou, en contact avec l'antenne, a un point Vicat 
(temperature a partir de laquelle le PVC passe d'un etat 

25 rigide a un £tat caoutchouteux) inferieur au point Vicat de 
la couche constituant la couche de PVC rigide. 

L' assemblage des couches constituant la carte est 
effectue selon un procede de lamination a chaud a une 
temperature specif ique et sous pression. Sous 1' action 

30 combinee de la chaleur et de la pression, la couche externe 
de PVC se ramollit seulement, alors que la couche interne 
constitute d'un PVC de point Vicat inferieur se fluidifie. 
Le PVC ainsi fluidifie de la couche 25 vient emprisonner 
l'antenne dans la masse, et rentre en contact intime avec le 
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PVC fluidifie de la couche. 23 par les evidements 14 et 16 
prealablement effectues dans le support de l'antenne 12, 
creant ainsi deux . soudures entre les corps de carte 
inferieur et superieur par le contact intime des deux 

5 couches internes 23 et 25. 

Apres 1' assemblage des differentes couches 

constitutives de la carte, une cavite est percee, 
general ement . par fraisage, dans la carte afin de loger le 
module elect ronique compose de la puce electronique 2 6 et du 

10 circuit double face 10. La forme de la cavite est telle 
qu'elle comprend une partie centrale plus petite pour 
recevoir la puce 2 6 et une partie exterieure plus grande 
effectuee dans une partie de l'epaisseur de la couche 22 du 
corps de carte pour recevoir le circuit double face. 

15 Le module electronique est insere dans la cavite et 

fixe par collage dans la partie la plus grande de la cavite. 
Ainsi, deux plots de cblle 34 et 36 de type cyanoacry late 
lient le circuit double face du module electronique a la 
couche externe 2 2 du corps de carte et se superposent aux. 

20 evidements 14 et 16 effectues prealablement dans le support 
d'antenne 12. Les plots de colle 34 et 36 .sont done 
positionnes a la verticale de 1'endroit oil l'epaisseur du 
corps de carte 22 est la moins epaisse et done se situent a 
la verticale des Evidements 14 et 16 remplis de PVC et 

25 formant deux soudures entre les corps de carte inferieur et 
superieur, renforgant ainsi la tenue du module sur son 
support . 

La connexion de la puce aux plots de l'antenne 11 et 13 
est assure grace a une couche de colle conductrice, non 
30 representee sur la figure et place avant 1' insertion du 
module electronique dans sa cavite. 

Selon la figure 3, 1 ' emplacement des evidements 14 et 
16 sur le support d'antenne sont tels qu'ils sont places de 
part et d' autre des plots de connexion 11 et 13 et de 
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preference au milieu de la face 30 du circuit double face 10 
destinee a etre collee sur la carte et representee en grise 
sur la figure. Cependant, les evidements peuvent etre 
legerement decales par rapport 3. la position decrite sur la 

5 figure tout en restant superposes a la face 3 0 du module 
electronique sans pour autant sortir du cadre de 
1' invention. Dans tous les cas, la largeur des evidements ne 
doit pas etre trop importante. Dans ce but, la superficie 
des Evidements ne doit pas exceder la superficie de la face 

10 a coller 30 du module afin d'obtenir le remplissage total 
des evidements par le PVC fluidifie des couches. 23 et 25 
lors de la lamination des corps de carte entre eux. 

Le module electronique etant place de fagon symetrique 
de part et d' autre des plots de connexion 11 et 13, les 

15 evidements 14 et 16 sont de preference symetriques par 
rapport aux plots de connexion 11 et 13 et sont de 
preference de forme identique. En outre, de fagon a 
ameliorer la tenue du module sur la carte, le contour 
exterieur des evidements 14 et 16 epouse le plus possible le 

20 contour exterieur des plots de colle 34 et 36. 

Lorsque 1' invention est appliquee a une carte a puce 
sans contact, le support d'antenne 38 se presente de la 
fagon illustree sur la figure 4. Comme precedemment , le 
module electronique 40 est connecte a une antenne 42 

25 serigraphiee sur le support 3 8 par deux plots de connexion 
44 et 46. Le support d'antenne comporte egalement deux 
evidements 48 et 50 qui sont elabores de preference apres la 
serigraphie de 1 ' antenne . 

Selon la figure 5 repr^sentant la coupe transversale 

30 suivant l'axe B-B de la carte representee sur la figure 4, 
la carte sans contact est composee de plusieurs couches. 
Dans un mode de realisation pref erentiel , le support 
d'antenne 38 est insert entre un corps de carte inferieur 
compose des couches 52 et 54, et un corps de carte superieur 
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compose des couches 56 et 58. Comme dans le cas precedent, 
les corps de carte sont en PVC, en polyester, en 
polycarbonate ou en acrylonitrile butadiene styrene (ABS) . 
Comme precedemment , chacune des couches externes 52, 58, de 
5 preference en PVC, est rigide alors que chacune des couches 
internes 54, 58 est en PVC mou de preference. Ces couches en 
contact avec le support d'antenne 38 ont un point Vicat 
inferieur au point Vicat des couches externes en PVC rigide. 
Comme on le voit sur la figure, les couches externes sont 

10 moins epaisses que les couches internes contrairement a la 
carte hybride dans laquelle les couches externes sont 
generalement plus epaisses que les couches internes. 

Le module elect ronique 40 est place dans un evidement 
du support 3 8 et fixe a la couche 54 du corps de carte 

15 inferieur par une couche de colle 60. Les plots de connexion 
de la puce (non montres) sont alors en contact avec les 
plots de connexion de 1'antenne 62 et 64. La connexion 
ohmique peut se faire avec une colle conduct rice ou sans 
colle par le simple contact comme explique ci-apres. 

20 Si on considdre la coupe du support selon l'axe C-C 

representee sur la figure 6, on voit les deux evidements 48 
et 50 qui ont et<£ disposes dans le support d'antenne 38 de 
part et d' autre du module 40. 

Comme precedemment, 1' assemblage des couches est 

25 effectue selon un procede de lamination a chaud et sous 
pression. Sous 1' action combinee de la chaleur et de la 
pression, la couche externe de PVC 52 ou 56 se ramollit 
alors que la couche interne 54 ou 58 se fluidifie. Le PVC 
fluidifie de la couche 58 vient emprisonner 1'antenne dans 

30 la masse et rentre en contact intime avec le PVC fluidifie 
de la couche 54 par les evidements 48 et 50. Ceci cree deux 
soudures entre les corps de carte inferieur et superieur par 
le contact intime des deux couches internes 54 et 58. 
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A la difference du module 61ectronique de la carte 
hybride contact -sans contact, le module 61ectronique de la 
carte sans contact est emprisonne entre les deux corps de 
carte. Grace a la lamination a chaud qui a permis les 
5 soudures des deux couches a travers les evidements 4 8 et 50 
comme on vient de le voir, la pression exercee par le module 
sur les plots de connexion 62 et 64 de l'antenne est 
maintenue apres l'etape de lamination. Cette pression permet 
•ainsi le contact ohmique entre la puce et l'antenne sans 
10 qu'il soit necessaire de mettre une couche de colle 
conductrice entre les plots de connexion de la puce et ceux 
de l'antenne. 

Comme precedemment , les evidements peuvent etre plus ou 
moins distants du. module sans pour autant etre trop eloignes 

15 du module de mani^re a ce que la tenue en soit renforcee. La 
grandeur des evidements ne doit pas etre trop petite de 
maniere a realiser une forte liaison entre les deux couches 
internes des corps de carte. Les evidements sont de 
preference places symetriquement par rapport au module et 

20 avoir de preference une forme identique. Bien que dans le 
mode de realisation illustre sur les figures 4 et 6, les 
evidements sont de forme circulaire, toute autre forme 
pourrait etre utilisee sans sortir du cadre de 1' invention. 

Que ce soit pour une carte sans contact ou pour une 

25 carte hybride, les evidements ne doivent pas comporter 
d' angle, ceci pour plusieurs raisons. D'une part pour une 
raison de facilite des decoupes. En effet, les decoupes 
d' angles peuvent creer des point de retenue du papier a 
enlever sur son support, alors que les decoupes de forme 

30 arrondie ne posent jamais ce genre de probleme. De plus, 
lorsque le corps de carte est imprime avec des aplats, les 
decoupes sont revelees a. la lamination par un rapprochement 
des points d' impression situe au dessus des evidements 
resultant en une teinte plus foncee a 1 ' emplacement des 
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evidements. Par consequent l'esthetique d'une forme arrondie 
vue a travers le PVC transparent est plus agreable qu'une 
forme comportant des angles. 

Bien qu'il soit preferable de • disposer de deux 
evidements de part et d' autre du module pour renforcer sa 
tenue mecanique tel que decrit ci-dessus, il est possible de 
disposer d'un seul £videment ou de plus de deux evidements 
sans sortir du cadre de 1' invention. 
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REVEND I CAT I ONS 



1. Carte a puce comprenant une antenne (18 ou 42) sur 
un support en matiere fibreuse de type papier (12 ou 38) , 

5 deux corps de carte de chaque cote dudit support constitue 
chacun d'au moins une couche de matiere plastique possedant 
une temperature de f luidif icat ion peu elevee, et un module 
electronique (2 6 ou 40) loge dans une cavite percee a 
travers l'un desdits corps de carte et dudit support 

10 d' antenne (12) et comprenant une puce connectee a 1' antenne, 
1' ensemble form<§ par le support d' antenne et les deux corps 
de carte etant soude par lamination sous pression ^ chaud ; 

ladite carte etant caracterisee en ce que ledit support 
en matiere fibreuse comprend des evidements (14, 16 ou 48, 

15 50) situes en superposition des plots de colle (34, 36) 
fixant ledit module a 1' autre corps de carte de sorte que 
les couches (23 , 25 ou 54, 58) en matiere plastique desdits 
corps de carte entrent en contact intime par lesdits 
evidements lors de la lamination / lesdits evidements ainsi 

20 remplis formant une soudure entre les corps de carte 
renforgant ainsi la tenue du module. 

2. Carte a puce selon la revendication 1, dans 
laquelle le contour exterieur du ou des evidements (14, 16) 

25 a la meme forme que le contour exterieur du ou des plots de 
colle (34, 36) . 

3. Carte a puce selon la revendication 2, dans 
laquelle la puce dudit module electronique (2 6) est 

30 connectee a 1' antenne par deux plots de connexion (11, 13) 
sur ledit support d ; antenne (12), ce dernier comportant deux 
evidements situes de part et d' autre desdits plots de 
connexion. 

35 4. Carte a puce selon la revendication 3, dans 

laquelle lesdits deux evidements (14, 16) sont de forme 
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identique et sont symetriques par rapport aux plots de 
connexion (11, 13) . 

5. Carte a puce selon la revendication 4, dans 
5 laquelle lesdits evidements (14, 16) ont des formes 

arrondies . 

6. Carte. a puce selon la revendication 1, du type sans 
contact, dans laquelle " ledit module electronique (4 0) est 
place dans une cavite du support d'antenne prealablement a 
la lamination sous pression a chaud et est fixe sur l'un 
desdits corps de carte. (54) par une couche de colle non 
conductrice (60) . 

7. Carte a puce selon la revendication 6, dans 
laquelle la puce dudit module electronique (40) est 
connectee a ladite antenne (42) au moyen de deux plots de 
connexion (62, 64) par simple contact ohmique sans colle 
conductrice, ledit contact ohmique etant realise par la 
pression entre les couches desdits corps de carte (54, 58) 
en contact intime grace auxdits evidements (48, 50) formant 
soudure apres la lamination a chaud. 

8. Carte a puce selon la revendication 6 ou 7 , dans 
25 laquelle , ledit support d'antenne (38) comporte deux 

evidements (48, 50) situes de part et d' autre dudit module 
electronique (40) . 

9. Carte a puce selon la revendication 8, dans 
30 laquelle lesdits evidements (48, 50) sont symetriques par 

rapport audit module electronique (40) . 
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